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·  刚性 PCB (Rigid PCB) →内含细分：标准刚性板、PCB 原型样板、厚铜 PCB、高 Tg PCB、无卤素 PCB
·  柔性 PCB (Flex PCB/FPC)
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·  陶瓷基 PCB (Ceramic Substrate)
·  IC 封装基板 (IC Substrate)
·  特种工艺 PCB（盲埋孔 / 背钻 / 混压板）
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一、刚性 PCB（Rigid PCB）| 硬质线路板 全工艺量产解决方案
刚性 PCB（Rigid PCB）是现代电子产业中应用最普及、工艺最成熟、量产稳定性最高的基础线路板产品。采用 FR-4、高 Tg 板材、阻燃板材、无卤板材等硬质绝缘基材，经过压合、钻孔、沉铜、电镀、线路蚀刻、阻焊、表面处理等全套标准化工艺制作而成，具备固定不变的硬性结构，无法随意弯曲变形，能够为电子元器件提供稳定的机械支撑、可靠的电气导通与绝缘保护，是绝大多数电子产品的核心电路载体。
相较于其他类型线路板，刚性 PCB 结构稳定、抗拉伸、抗形变、耐高温、绝缘性佳、批量一致性强，可适配双层、四层、六层及多层高阶结构，支持普通走线、密间距走线、厚铜载流、阻抗控制、过孔阻焊、金手指、沉金、喷锡、OSP 等全系列工艺。凭借极强的适配性，广泛应用于消费电子、智能家居、工业控制、安防设备、汽车电子、电源设备、仪器仪表、通讯终端等全行业领域。
作为专业的一站式 PCBA 生产供应商，我们深耕刚性 PCB 研发、生产、贴片加工多年，可全方位满足客户样板打样、小批量试产、大批量量产全阶段需求。我厂可定制生产各类细分刚性 PCB 产品，涵盖标准 FR4 刚性板、高 Tg 耐高温 PCB、无卤素环保 PCB、厚铜大功率 PCB、超低阻 PCB、多层精密刚性板等，全品类工艺覆盖齐全。生产环节严格遵循 IPC 行业标准，每一块板材均经过 AOI 光学检测、电气通断测试、耐压绝缘测试、外观全检等多重质检流程，杜绝开路、短路、线宽超标、阻焊脱落等品质问题，保障产品高良率、高稳定性。
我们支持个性化定制服务，可根据客户产品工况、使用环境、电气参数要求，定制不同板厚、铜厚、层数、表面工艺、阻抗参数的刚性 PCB，同时提供前期 DFM 设计优化、工艺可行性评估、结构优化等免费技术服务，提前规避生产风险，降低客户研发与量产成本。
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二、柔性 PCB（Flex PCB/FPC）| 可弯曲折叠线路板 轻量化精密方案
柔性 PCB 简称 FPC 软板，是采用 PI、PET 等柔性绝缘基材搭配铜箔导体制作而成的可弯折线路板，颠覆了传统刚性板的固定结构局限，具备可任意弯曲、折叠、扭转、卷曲、贴合异形曲面的核心特性，同时拥有轻薄、超薄、耐震动、抗拉伸、占用空间小等优势，是实现电子产品小型化、轻量化、异形化、高集成化的核心元器件。
柔性 PCB 可根据产品结构需求，实现 360° 多角度弯折、反复折叠，完美适配设备内部狭小、异形、可活动的安装空间，有效替代传统线束连接，减少连接器、排线等配件使用，简化产品装配结构，降低整机故障率，提升产品整体稳定性与使用寿命。产品工艺覆盖单面板、双面板、多层柔性板，支持精细线路、微孔工艺、阻抗控制、补强钢片、金手指、沉金、防氧化等定制工艺，可满足精密电子的高精度、高可靠性使用需求。
凭借优异的结构特性与电气性能，FPC 柔性 PCB 广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备（手环、手表）、蓝牙耳机、医疗器械、车载显示屏、智能家居、精密仪器、航空航天小型设备等高端精密领域，是当下智能终端、轻量化电子产品不可或缺的核心部件。
我司作为专业 PCBA 一站式供应商，拥有成熟的 FPC 柔性板生产与 SMT 贴片加工体系，可承接 FPC 样板加急打样、中小批量定制、大批量量产订单，支持各类复杂异形软板、多层软板、高弯折次数软板定制。生产全程采用高精度生产设备，严控线宽线距、孔位精度、贴合精度，针对弯折区域做专项工艺优化，提升板材耐弯折次数，杜绝折叠断裂、线路脱落、接触不良等问题。同时配套完善的可靠性测试，包含弯折测试、高低温测试、湿热老化测试、电气性能测试，确保产品适配各类复杂使用场景。
我们可根据客户的产品结构、弯折次数、厚度要求、电气参数、使用环境，提供一对一专属定制方案，免费提供 DFM 图纸优化、结构整改、工艺选型等技术支持，帮助客户优化产品设计，降低装配难度与生产成本。
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三、刚挠结合 PCB（Rigid-Flex PCB）| 刚柔一体线路板 高集成免连接方案
刚挠结合 PCB 是将刚性 PCB 与柔性 PCB 通过高阶层压工艺无缝融合的复合型线路板，集合了刚性板的高稳定性、高支撑性与柔性板的可弯曲、可折叠优势，实现单块线路板同时具备刚性焊接区域与柔性连接区域，是解决高端电子产品结构复杂、空间受限、连接可靠性差问题的核心工艺方案。
传统电子产品多采用 “刚性板 + 排线 + 连接器” 的组合连接方式，存在配件多、装配繁琐、接触不良、抗震性差、占用空间大、故障率高等诸多弊端。而刚挠结合 PCB 无需额外排线与连接器，通过板体自身的柔性区域即可实现不同刚性模块之间的互联，大幅简化整机结构，减少装配工序，提升产品集成度与抗震抗摔性能，同时有效降低信号传输损耗，提升电气稳定性。产品支持多层刚挠结合、盲埋孔互联、阻抗控制、高阶层压、局部补强等复杂工艺，可适配各类高精度、高可靠性、高集成度的高端产品需求。
该产品广泛应用于医疗精密设备、航空航天器材、军工电子、高端智能穿戴、车载精密电子、工业检测仪器、高端通讯设备等对产品体积、可靠性、稳定性要求极高的领域，是高端精密电子设备的首选线路板方案。
[bookmark: _GoBack]我司深耕刚挠结合 PCB 工艺多年，掌握成熟的异材压合、层间对位、柔性区域防护、刚性区域强化等核心技术，可承接各类多层、高阶、高精密刚挠结合板的打样与量产订单。生产过程中严格把控层压精度、对位偏差、线路均匀性，针对柔性弯折区域做专属防护工艺，避免层间开裂、线路断裂、分层起泡等品质问题，产品经过高低温循环测试、弯折可靠性测试、电气全检，品质对标行业高端标准。同时我们提供PCB 生产 + 元器件采购 + SMT 贴片 + 后焊组装 + 测试老化一站式 PCBA 全链条服务，无需客户对接多方供应商，全程省心高效。
针对客户的复杂设计方案，我们可提前介入，免费提供设计优化、工艺整改、结构适配、成本优化等技术服务，在保障产品性能的前提下，最大化降低客户研发与量产成本。
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四、HDI 高密度互联 PCB | 微盲埋孔精密线路板 小型化高集成方案
HDI 高密度互联 PCB 是依托激光钻孔、微盲埋孔、精细线路工艺打造的高阶精密线路板，区别于传统通孔 PCB 工艺，通过微小孔径、窄线宽线距、层间盲埋互联的设计方式，大幅提升线路板布线密度，在有限的板体面积内实现更多线路布局与功能集成，完美解决高端电子产品 “体积更小、功能更多、性能更强” 的设计需求。
HDI PCB 可实现常规 PCB 无法达成的精密布线效果，支持 1 阶、2 阶、任意阶盲埋孔、叠孔、错孔、精细线宽线距、精准阻抗控制等高阶工艺，具备孔径更小、布线更密、层间互联更高效、信号传输更稳定、板面利用率更高等优势。能够有效减少线路板层数、缩小产品体积、降低整机厚度，同时优化信号传输路径，减少信号串扰与损耗，大幅提升产品运行稳定性。
该产品广泛应用于智能手机、平板设备、笔记本电脑、服务器、高端智能家居、车载智能终端、精密工控设备、5G 通讯终端等高端电子领域，是当前消费电子、智能终端小型化、高端化迭代的核心支撑工艺。
作为专业的 HDI PCB&PCBA 一站式供应商，我司配备全套高精度激光钻孔设备、自动对位曝光设备、AOI 精密检测设备，熟练掌握高阶 HDI 全流程生产工艺，可承接样板加急打样、小批量试产、大批量量产订单。生产全程严格管控微孔径精度、线宽线距误差、层间对位精度、阻抗参数一致性，杜绝开路、短路、孔破、线路偏移、阻抗偏差等精密工艺问题。所有产品均经过电气全检、阻抗测试、可靠性老化测试，保障高精度产品的稳定良率。
同时我们配套提供 HDI 板专属 SMT 精密贴片服务，可完成 0201、01005 超小封装元器件贴装、BGA、QFN 精密焊接，解决高密度线路板贴片难度大、良率低的行业痛点，实现从精密 PCB 生产到 PCBA 成品组装的全闭环服务。我们可为客户免费提供 DFM 精密审核、布线优化、层叠结构优化、工艺选型等技术支持，规避设计与生产风险。
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五、高频 PCB（RF / 微波 PCB）| 低损耗射频线路板 通讯信号稳定方案
高频 PCB 也常被称作射频 PCB、微波 PCB，是面向高频信号、微波信号传输场景量身打造的特种线路板，专为具备特殊信号传输要求的电子组件与终端产品设计。常规 FR-4 板材在高频工况下会出现介电常数波动大、信号损耗高、电磁干扰严重、相位偏移等问题，而高频 PCB 采用专业低损耗基材，可完美适配500MHz-2GHz主流工作频段，同时也可拓展至毫米波频段，兼顾高速数字电路、射频电路、微波电路以及移动通讯设备的使用需求，是现代无线通讯、射频设备的核心基础载体。
[bookmark: heading_6]一、核心选材与电气特性
高频 PCB 的性能高度依赖基材选型，板材的介电常数（Er）是决定线路板阻抗、信号传输效果的核心指标，微小的介电常数波动都会直接影响整机电气性能。行业内罗杰斯（Rogers）系列板材凭借极低的介电损耗、稳定的电气参数、适中的生产成本以及快速打样适配性，成为高频 PCB 的主流选择。结合多年生产经验，我们常备多款主流高频板材，参数如下：
	板材型号
	介电常数（@10GHz）

	RO4350B
	3.48±0.05

	RO4003C
	3.38±0.05

	Ro3003
	3.00±0.04

	Ro3010
	10.2±0.03

	RT5880
	2.20±0.02


除罗杰斯系列外，我们同时支持 Taconic、Arlon、聚四氟乙烯（PTFE）等全系列高频基材定制。在设计阶段，除板材介电常数外，导体线宽、线间距、基材厚度等参数均需要严格定义，生产过程执行最高等级制程管控，保障参数与设计图纸高度匹配。
[bookmark: heading_7]二、全维度生产能力参数
我司高频 PCB 严格遵循IPC 2 级行业质量标准，支持从样品到大批量的全量级订单交付，完整生产工艺与规格能力如下：
	项目分类
	详细技术参数与能力

	执行标准
	IPC 2 通用工业级质量标准

	最大层数
	2 - 24 层

	订单量级
	1 片样品 - 10000 片以上大批量量产

	交付周期
	样品 2 天起，大批量量产最长 5 周

	核心板材
	RO4003C、RO4350B、Ro3003、Ro3010、RT5880 等高频板材

	半固化片（PP）
	Rogers 4450F、国产 25FR、国产 RF-27、国产 6700

	线路板尺寸
	最小：6mm × 6mm；最大：457mm × 610mm

	板厚范围
	0.4mm - 5.0mm

	成品铜厚
	0.5oz - 2.0oz

	最小线宽 / 线距
	3mil/3mil

	阻焊工艺
	严格按照客户 GERBER 文件要求制作

	阻焊颜色
	绿色、白色、蓝色、黑色、红色、黄色（多色可选）

	丝印工艺
	严格按照客户 GERBER 文件要求制作

	丝印颜色
	白色、黑色、黄色

	表面处理（全 RoHS 环保）
	化学镀镍沉金 (ENIG)、浸银、浸锡、防氧化 (OSP)

	最小焊环
	4mil

	最小钻孔孔径
	6mil

	阻抗公差
	±10%

	特色附加工艺
	可剥离阻焊、金手指、碳油、沉头孔等定制工艺
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三、应用领域与产品优势
依托稳定的电气性能，高频 PCB 在全频段信号传输过程中，可保持介电常数恒定、信号传输损耗极低、抗电磁干扰能力强、相位一致性优异，有效规避信号衰减、失真、串扰等问题，大幅提升射频、微波设备的通讯精度与运行效率。产品支持单层、双层、多层结构定制，可完成精准阻抗控制、线长匹配、介质厚度定制等精细化工艺，全面适配各类高频精密电路设计。
目前该产品广泛应用于 5G/6G 通讯基站、卫星导航、微波雷达、射频天线、无线传输设备、高频检测仪器、军工通讯、物联网射频模块等高频通讯领域，是高端通讯设备、射频精密设备不可或缺的核心部件。
[bookmark: heading_9]四、配套服务与品质管控
我司拥有多年高频 PCB 生产与射频 PCBA 组装经验，精通各类高频板材特性与工艺难点，针对高频板易出现的介电偏差、线路粗糙、阻抗不准、信号损耗超标等行业难题，采用精细化制程管控、专属表面处理工艺与定制化压合方案，全方位保障高频板电气性能。
同时我们提供一站式配套 PCBA 服务，包含高频板专用 SMT 贴片、射频器件精密焊接、高频信号专项性能测试等，无需客户额外对接组装厂商。项目前期，我们可免费为客户提供板材选型、层叠结构优化、阻抗匹配设计、信号损耗优化等专业技术方案，提前规避设计缺陷，提升产品良率与稳定性。
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六、高速 PCB（High-Speed PCB）| 高速信号线路板 数据传输稳定方案
高速 PCB 是针对高速数字信号传输场景设计的专业线路板产品，主要服务于大数据、高速运算、高速传输类电子产品，通过优化板材选型、层叠结构、布线规则、阻抗控制、地平面设计、差分走线等全套工艺方案，有效解决高速信号传输过程中常见的信号反射、串扰、时序错乱、信号衰减、抖动、误码等信号完整性问题，保障高速数据传输的高速性、稳定性与准确性。
相较于普通线路板，高速 PCB 对生产工艺精度、参数一致性、板材稳定性有着极高要求，必须采用低损耗、低吸湿、高稳定性板材，配合精准的差分阻抗控制、线长误差管控、参考层完整设计、过孔优化、 stub 优化等工艺，才能满足 DDR、PCIe、USB3.0/4.0、SATA、HDMI 等各类高速协议的传输标准，适配高速数据交互、高速运算、高频工作的设备需求。
高速 PCB 广泛应用于服务器、数据中心、云计算设备、高端工控主机、高速存储设备、高端显卡、人工智能硬件、高清视频传输设备、工业高速检测系统等领域，是高端算力设备、高速传输设备的核心电路载体。
我司专注高速 PCB 生产与高速板 PCBA 贴片加工，拥有成熟的高速电路生产管控体系，可严格按照高速信号完整性标准生产制作，精准管控差分阻抗、线长匹配、孔位偏差、层间对齐等核心参数，最大限度降低信号干扰与传输损耗。针对高速板常用的 BGA、PGA、高速连接器等精密器件，我们配备专业的精密贴片、焊接、检测设备，有效解决高速板焊接虚焊、脱焊、信号不良等问题，保障整机高速运行稳定。
我们拥有专业的高速电路工程团队，可提前为客户做信号完整性评估、层叠方案优化、布线合规性审核，从源头规避高速传输隐患，提升产品性能与量产良率，同时提供全程技术跟进服务。
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七、金属基 PCB（MCPCB 铝基板 / 铜基板）| 高导热散热线路板 大功率设备专用
金属基 PCB 简称 MCPCB，是一类以金属板材为核心基材的高导热散热型线路板，主流产品包含铝基板、铜基板、铁基板三大类，其中 LED 铝基板应用最为广泛。区别于传统绝缘基材线路板，金属基 PCB 具备极强的导热、散热、导热均匀性，可快速将元器件工作产生的热量均匀导出、散发，大幅降低设备工作温度，解决大功率电子设备高温运行、积热严重、使用寿命短、性能衰减等行业痛点。
金属基 PCB 结构由金属基层、高导热绝缘介质层、铜箔线路层三部分组成，绝缘介质层是核心导热关键，我司可提供 1.0W、2.0W、3.0W、6.0W、8.0W 等不同导热系数的板材定制，可适配不同功率、不同散热等级的产品需求。产品具备导热快、散热均匀、耐高温、机械强度高、不易变形、绝缘性好、抗震动等优势，同时支持单面、双面线路、多层结构、阻焊定制、表面工艺定制，可满足各类大功率电路的使用需求。
该产品广泛应用于 LED 照明、工业灯光、车载车灯、大功率电源模块、开关电源、逆变器、充电桩、功率放大器、电机驱动模块、工业大功率温控设备等高功率、高发热场景，是大功率电子设备散热的核心解决方案。
我司是专业的金属基 PCB 生产及 PCBA 贴片一体化供应商，可承接铝基板、铜基板、铁基板的打样与大批量量产，支持异形切割、开槽、沉金、喷锡、OSP 等全工艺定制。生产过程中严控绝缘层厚度均匀性、线路附着力、导热层完整性，杜绝分层、起泡、掉油、线路脱落、导热不良等品质问题，每批次产品均做导热性能、绝缘耐压、老化测试，保障散热性能与电气安全。同时我们配套提供大功率器件 SMT 贴片、后焊、组装、老化测试服务，一站式完成大功率产品生产加工。
我们可根据客户产品功率、发热情况、安装结构，为客户精准匹配导热系数、板厚、铜厚方案，免费提供散热优化、结构整改、工艺选型等技术支持。
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八、陶瓷基 PCB（Ceramic Substrate）| 超高导热高绝缘特种线路板 高端精密方案
陶瓷基 PCB 是以氧化铝（Al₂O₃）、氮化铝（AlN）、氧化锆等高端陶瓷材料为基材制作的特种精密线路板，属于高端半导体、功率电子专用基材，具备普通 PCB、金属基 PCB 无法比拟的极致性能：超高导热系数、超高绝缘强度、耐高温、耐高压、耐腐蚀、低膨胀系数、高频性能稳定、机械强度高，可长期在高温、高压、高功率、高频、强腐蚀的严苛工况下稳定工作，是高端精密电子、半导体功率器件的核心载体。
相较于铝基板，陶瓷基板导热效率提升数倍，热膨胀系数与芯片匹配度极高，可有效避免芯片工作过程中因温差形变导致的开裂、脱层、失效等问题，大幅提升功率器件的使用寿命与稳定性。产品支持 DPC、薄膜、厚膜、低温共烧陶瓷（LTCC）、高温共烧陶瓷（HTCC）等多种主流工艺，可制作精细线路、微孔结构、多层互联结构，适配高精度、高集成、高功率的高端电路设计。
陶瓷基 PCB 广泛应用于半导体封装、IGBT 功率模块、MOS 管模组、激光设备、医疗精密器械、航空航天电子、军工设备、高频传感器、新能源高端功率设备等超高可靠性、超高精度领域。
我司深耕陶瓷基 PCB 精密生产与配套 PCBA 组装工艺，拥有成熟的陶瓷线路制作、精密镀膜、微孔加工、精密焊接技术，可承接各类氧化铝、氮化铝陶瓷基板的定制打样与批量生产。针对陶瓷材质脆性大、加工精度要求高、易崩边开裂等工艺难点，我们采用专属精密加工工艺，严控线路精度、孔位精度、平整度，保障产品良率与一致性。同时可提供陶瓷基板专属精密贴片、芯片绑定、封装辅助加工、性能测试等一站式服务，全方位满足高端客户的精密生产需求。
我们可为客户提供专业的陶瓷板材选型、结构优化、工艺适配、功率散热方案设计等免费技术支持，助力高端产品研发与量产落地。
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九、IC 封装基板（IC Substrate）| 芯片封装精密载体 高阶半导体线路板
IC 封装基板是芯片封装环节的核心精密载体，是连接芯片裸晶与终端 PCB 主板的关键桥梁，主要为芯片提供电气互联、散热通道、机械支撑、物理防护、信号屏蔽等多重功能，是半导体产业链中不可或缺的核心精密元器件。随着芯片制程不断升级、集成度持续提升，IC 封装基板已从传统单层结构迭代为高密度、精细线路、微孔多层的高阶精密产品。
IC 封装基板具备线宽极细、孔径极小、层间对位精度高、阻抗精准、散热性能优异、可靠性极高的特点，可完美适配 FCBGA、CSP、QFN、BGA、LGA 等主流芯片封装形式，广泛应用于 CPU、GPU、存储芯片、射频芯片、功率芯片、车载芯片、AI 智能芯片等各类半导体封装场景，是智能手机、服务器、人工智能、新能源汽车、高端工控设备的核心基础部件。
我司具备专业的 IC 封装基板精密生产与配套 PCBA 封装加工能力，可承接高阶多层 IC 封装基板、精细线路基板、微孔互联基板的打样与量产订单。生产采用超高精度曝光、激光钻孔、精密电镀、层压对位工艺，严格管控线路精度、孔壁质量、层间对齐度、阻抗一致性，杜绝微短路、开路、线路偏移、孔破等精密缺陷。产品经过高精度 AOI 检测、电气全检、可靠性老化测试、温循测试，完全满足半导体行业高可靠、高良率的量产标准。
同时我们配套提供芯片封装辅助加工、精密贴片、测试筛选等一站式服务，实现从封装基板生产到芯片封装组装的全流程配套，大幅简化客户供应链，提升项目推进效率。我们可提前介入客户芯片封装设计环节，提供 DFM 优化、结构适配、工艺可行性评估等专业技术服务，规避封装风险。
询价合作指引：需要定制 IC 封装基板及配套半导体封装配套服务的客户，可直接提交GERBER 文件、封装类型、精度参数、性能标准，我们将快速完成精密工艺评估，为您提供行业高标准的定制方案与精准报价。








[bookmark: heading_14]十、特种工艺 PCB（盲埋孔 / 背钻 / 混压板）| 复杂工艺定制 高性能线路板解决方案
特种工艺 PCB 是针对常规 PCB 工艺无法实现的复杂设计、高性能需求打造的定制化线路板产品，主要包含盲埋孔工艺 PCB、背钻工艺 PCB、混压工艺 PCB 三大核心品类，可针对性解决高端产品布线密度不足、信号完整性差、性能与成本无法兼顾、结构设计受限等行业难题，广泛适配各类高端、复杂、高性能电子产品的研发与量产需求。
1、盲埋孔工艺 PCB：区别于传统全通孔结构，通过盲孔、埋孔实现不同内层之间的精准互联，无需打通整板，不占用板面表层空间，可大幅提升板面布线密度，缩小线路板尺寸，优化线路布局，同时减少通孔带来的信号干扰问题。广泛应用于 HDI 精密板、高速板、小型化智能产品，是实现产品小型化、高集成度的核心工艺。
2、背钻工艺 PCB：主要针对高速信号传输场景，通过机械钻除通孔多余的残桩 stub 长度，消除信号传输过程中的残桩干扰，减少信号反射、抖动、损耗，极大提升高速信号完整性，保障高速数据传输的稳定性。是服务器、高速通讯设备、高端算力设备的必备工艺。
3、混压板工艺 PCB：采用 “高频板材 + 普通 FR4 板材” 混合层压工艺，同一块线路板中兼顾高频信号区域与普通信号区域，高频区域使用低损耗高频基材保障信号性能，普通区域使用常规基材控制生产成本，完美实现性能最优、成本可控的双重需求，是高端通讯、射频复合设备的高性价比方案。
我司具备成熟的特种 PCB 工艺量产能力，精通盲埋孔、背钻、混压等高阶复杂工艺的技术难点与管控要点，可承接各类复杂特种工艺 PCB 的加急打样、小批量试产、大批量量产订单。生产全程精细化管控工艺参数，严控盲埋孔对位精度、背钻深度误差、混压层压平整度、不同板材结合稳定性，杜绝分层、起泡、孔偏、信号不良等工艺问题，所有产品均经过专项工艺检测与电气性能全检，品质稳定可靠。
同时我们提供特种工艺 PCB 配套 SMT 精密贴片、元器件焊接、整机测试、老化组装等一站式 PCBA 服务，全方位满足客户复杂产品的生产组装需求。针对客户的特殊设计方案，我们可免费提供工艺可行性评估、结构优化、成本优化、风险规避等专业技术服务。



